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I.  CONTENIDOS

Tecnologia y disefio de los CI :

= Etapas generales del proceso de disefio.
= Procesos tecnoldgicos.
=  Ensamblado y encapsulado, funcién y tipos de encapsulado.

Tecnologia CMOS:

= Proceso de fabricacion.

= Reglas de disefio.

=  (Caracteristicas eléctricas.

= Elementos parasitos en los circuitos CMOS.
=  Circuitos digitales.

= Circuitos analogicos.

= Disefio para matching.

Herramientas de disefio:

=  Herramientas de CAD (simuladores, editores de layout, verificador de reglas, extractor de circuitos).
= Disefio jerarquico.

= Generacion de layout, ejemplos de layout de transistores, resistencias, condensadores, pads, etc.

= Bibliotecas de celdas.

= Verificacion del disefio. Simulacion eléctrica.

Posibilidades de fabricacion:

=  Costos.

= Accesibilidad.

=  Prototipado.

=  Proyectos multiusuario
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